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摘要(译)

本发明公开了一种有机电致发光显示元件的封装结构及其封装方法，该
结构包括有：一基板，其内表面上设有一发光元件；一第二基板，提供
作为一平面的盖板；一封胶层，形成于该第一基板的内表面边框处与该
第二基板的内表面边框处，可使该第一基板与该第二基板接合以构成一
密闭空间；以及一第一干燥层，溅射形成于该第二基板的内表面上，且
位于该密闭空间内。
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